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内容概要

本书介绍了从晶体生长到集成器件和电路的完整的半导体制造技术，其中包括制造流程中主要步骤的
理论和实践经验。
本书适合于物理、化学、电子工程、化学工程和材料科学等专业本科高年级或硕士研究生一年级学生
《集成电路制造》课程的教学。
该课程授课时间为一个学期，不要求必须开设相应的实验课。
同时，本书也可供在半导体工业领域工作的工程师和科学家参考。

　　本书的第一章简要回顾了半导体器件和关键技术的发展历史，并介绍了基本的制造步骤。
第二章涉及晶体生长技术。
后面几章是按照集成电路典型制造工艺流程来安排的。
第三章介绍硅的氧化技术。
第四章和第五章分别讨论了光刻和刻蚀技术。
第六章和第七章介绍半导体掺杂的主要技术；扩散法和离子注入法。
第八章涉及一些相对独立的工艺步骤，包括各种薄层淀积的方法。
本书最后三章集中讨论制版和综合。
第九章通过介绍晶体工艺技术、集成器件和微机电系统加工等工艺流程，将各个独立的工艺步骤有机
地整合在一起。
第十章介绍集成电路制造流程中高层次的一些关键问题，包括电学测试、封装、工艺控制和成品率。
第十一章探讨了半导体工业所面临的挑战，并展望了其未来的发展前景。
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